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研究概要 
 

目  的 
 

白色 LED の生産上の課題点は、チップ化工程にありサファイヤ加工の不具合が原因の歩留であり、全

生産工程の歩留まりは 50 から 60％である。単結晶サファイヤは、結晶異方性があるために、結晶方位

に沿って非常に割れやすい。チップ化工程においては、現状はスクライビング(ダイヤモンド粒による

引掻き)を行っているが、チッピング、割れ、欠けに伴う形状不良が歩留まりの要因となっている。 

白色 LED や次世代電子材料などの加工歩留まりを向上させ、加工コストを削減し、高性能・省エネル

ギーデバイスの普及を促進するとともに加工による形状付与により性能を向上させる「ダメージレス切

断加工」を提案する。本事業では、加工能率に優れ、切れ味の落ちない有気孔ダイヤモンド切断砥石の

開発を行う。 

 

 

 

 

 

 
研究内容 

 

白色 LED や次世代電子材料などの加工歩留まりを向上させ、加工コストを削減し、高性能・省エネル

ギーデバイスの普及を促進するとともに加工による形状付与により性能を向上させる「ダメージレス切

断加工」を確立することを目的に研究・開発を行った。 

加工能率に優れ、切れ味の落ちない多孔質セラミックスボンドダイヤモンド切断砥石の開発を行っ

た。開発した多孔質セラミックスボンドダイヤモンド切断砥石は、自生刃作用により研削抵抗の増加を

抑え、切れ味を持続することが可能となった。この研究成果により、サファイアなどの高脆性材料の低

コスト・高精度切断加工の可能性が開けた。 

 

 

 

 

 

 

 



 
研究成果 

 

新聞発表：H16 年 4 月 15 日（木）フジサンケイビジネスアイ 

「長岡技科大とナノテム開発 サファイア高速切断 白色 LED 実用化へ前進」 
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